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ＪＰＣＡ規格 
 

プレーナ導波路リジッド光配線板 

                         の試験方法              JPCA-PE02-04-04S 
 

Test Method for Rigid Optical Board using Planer Waveguide 
 

1. 適用範囲（Scope）  本規格は，高分子材料のプレーナ導波路をリジッド基板に実装した光配線板の試験方法に関す

るものである。 

2. 引用規格（Normative references） 

・一般事項                ：IPC 0040  Optoelectronics Assembly and Packaging Technology 

・光ファイバの試験に関する規定：JIS C 6823  マルチモード光ファイバ損失試験方法 

・プリント配線板試験方法  ：JIS C 5012  プリント配線板試験方法 

                            JIS B 7502  外側マイクロメータ 

                            JIS B 7507  ノギス 

                            JIS B 7513  精密定盤 

                            JIS B 7517  ハイトゲージ 

                            JIS C 7524  すきまゲージ 

・環境試験方法            ：IEC 68-2  Basic environmental testing procedures Part2 : Tests 

・難燃特性に関する試験方法：UL94  燃焼試験 

・光配線板通則            ：JPCA-PE02S  光配線板通則 

・プレーナ導波路リジッド配線板の詳細規格：JPCA-PE02-04-02S  プレーナ導波路リジッド配線板の詳細規格 

 

3. 用語（Terms and Definition）  以下に規定する定義以外は，IPC 0040，JIS C 6823，JIS C 5012，IEC 68-2，JPCA-PE02S，

JPCA-PE02-04-02Sを参考とする。 

(1) プレーナ導波路  プレーナ導波路とは，入射信号光を拡散伝搬する平板状の透光性媒体である。プレーナ導波路の

形状は，大きく分けて矩形状プレーナ導波路（図1 a）垂直断面入射，b）45°ミラー面入射）と階段状プレーナ導

波路（図2 a）垂直断面入射，b）45°ミラー面入射）に分かれる。拡散伝搬とは，信号光を拡散させることにより，

プレーナ導波路の出力部における光強度分布を，均一化する光伝送方法である。 

 
図1  矩形状プレーナ導波路の一例 
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4.1.2.4  リジッド光配線板及び導波路の平たん度 

4.1.2.4.1  反り  装置は，JIS B 7517（ハイトゲージ）に規定されたハイトゲージ又はこれと同等以上の精度を持つも

のを用い，リジッド光配線板及び導波路をJIS B 7513（精密定盤）に規定された精密定盤の上に凸面を上にして置き，

定盤とリジッド基板及び導波路との間に生じた最大の隔たり0.01mmまで測定し，この値を反りとする。 

4.1.2.4.2  ねじれ  装置は，JIS B 7524（すきまゲージ）に規定された並級のすきまゲージ，もしくはJIS B 7517（ハ

イトゲージ）に規定されたハイトゲージ，又はこれと同等以上の精度を持つものを用い，リジッド光配線板及び導波路

をJIS B 7513（精密定盤）に規定された精密定盤の上に凸面を上にして置き，四隅のうち3点を定盤に接し，定盤から

離れた他の1点の最大の隔たりを0.01mmまで測定し，この値をねじれとする。 

 

4.2  光伝送特性試験 

a) 装置 装置は，JIS C 6823の装置に準ずる。試験構成の一例を図4及び図5に示す。 

 

図4  試験装置の構成の一例（プレーナ導光路に直接入射） 

 

 

図5  試験装置の構成の一例（光ファイバを介して入出射） 

 

b) 測定  光源からプレーナ導波路への入射光強度Pinを測定し，出射部からの出射光強度Poutを測定する。複数の出射

部がある場合は，各出射部の出射光強度Pout-1～Pout-nを測定する。 

    光ファイバを介しての測定は，光源から光ファイバへの入射光強度Pinを測定し，光ファイバからの出射光強度

Poutを測定する。複数の光ファイバから出射される場合は，各出射光強度Pout-1～Pout-nを測定する。 

c) 算出 

c-1) 挿入損失 式1を用いて挿入損失を算出する。 

Pin
PoutdBA log10)( −=  －（式1） 
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条件 時間

分

表2から1条件を選ぶ 30

20±15℃ 10～15

表3から1条件を選ぶ 30

20±15℃ 10～15

段階

1
サ
イ
ク
ル

1

2

3

4

温度

c-2) 過剰損失 式2を用いて過剰損失を算出する。 

Pin
PoutdBB ∑−= log10)(  

c-3) 出力光強度均一性 出射光強度の最大値Pout-max，最小値Pout-minより式1を用いて挿入損失（Amax，Amin）

を算出し，式3より出力光強度均一性を算出する。 

minmax)( AAdBC −=  

 

4.3  機械特性試験 

4.3.1  耐衝撃性 

a）装置  この試験に用いる装置は，IEC 68-2による。 

b）準備  供試リジッド光配線板を，振動台に直接又は取付具を用いて機械的に強固に取り付ける。 

c）試験  試験は，IEC 68-2によって行う。衝撃は基板垂直方向と基板平面方向（2軸）の3方向に沿って両方向にそれ

ぞれ3回（合計18回）加える。試験後，JPCA-PE02-04-02Sに規定する項目について最終測定を行う。 

4.3.2  耐振性 

a）装置  この試験に用いる装置は，IEC 68-2による。 

b）準備  供試リジッド光配線板を，振動台に直接または取付具を用いて機械的に強固に取り付ける。 

c）試験  試験は，IEC 68-2によって行い，振動は基板垂直方向と基板平面方向（2軸）の3方向に各2時間ずつ加える。

試験後，JPCA-PE02-04-02Sに規定する項目について最終測定を行う。 

 

4.4  環境特性試験 

4.4.1  温度サイクル 

a）装置  装置は，試験を行う表1～3に示す温度に調整保持できる低温槽及び高温槽とする。 

b）試験  表１の段階1から段階4までを1サイクルとし，表2及び表3の温度を参考値とし，5サイクルの試験を行う。試

験後，JPCA-PE02-04-02Sに規定する項目について最終測定を行う。これ以外の条件については，受渡当事者間で規定

する。 

                        表1              表2 

      

     表3 

4.4.2  温湿度サイクル 

a）装置  装置は，次の条件を満足する槽とする。 

 (1) 図6に示す温湿度の温湿度サイクルの状態に調整することができること。 

 (2) 槽の内壁及び天井に凝縮した水が，試験片に落下しないこと。 

b）試験  試験条件は，IEC 68-2記載の環境試験方法及び図6記載の条件を参考値とする。試験後，JPCA-PE02-04-02Sに

－（式2） 

-65±3℃ -25±3℃

-55±3℃ -10±3℃

-40±3℃ 0±3℃

55±3℃ 100±3℃

70±3℃ 125±3℃

85±3℃ 150℃±3℃
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規定する項目について最終測定を行う。この条件以外については，受渡当事者間で規定する。 

 

時間　hr

23

63

温
度

℃

90

80

96

相
対
湿
度

%

67

27

時間　hr
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48

-12

-8

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48

 

図6  1サイクルの温度プロファイル 

 

4.4.3  高湿放置 

a）装置  装置は，次の条件を満足する槽とする。 

 (1) 槽内の温度及び相対湿度を，40±2℃及び90～95%に保持できること。 

 (2) 槽の内壁及び天井に凝縮した水が、試験片に落下しないこと。 

b）試験  40±2℃及び90～95%の槽に入れ、24時間保持する。試験後，JPCA-PE02-04-02Sに規定する項目について最終

測定を行う。この条件以外については，受渡当事者間で規定する。 

 

4.5  その他の試験 

4.5.1  難燃特性  難燃特性はUL94に準ずる。具体的な試験条件等は，受渡当事者間により規定する。 

4.5.2  はんだ耐熱性  はんだ耐熱性試験の有無は受渡当事者間で規定し，必要な場合は下記方法により試験を行うもの

とする。 

4.5.2.1  はんだフロート法 

a）装置  装置は，電気加熱式で，規定された温度に調節保持できるはんだ槽を用いる。 

b）試験  試験片にフラックスを塗布する。はんだ浴に試験片を浮かせた後，膨れ，はがれなどの異常の有無を目視で確

認する。はんだ温度及びフロート時間は，260+5/-0℃、10+1/-0秒の条件で行う。これ以外の条件については，受渡

当事者間により規定する。 

4.5.2.2  リフローソルダリング法 

a）装置  装置は，図7に示す温度変化が保てる装置とする。 

b）試験  1～3回リフローソルダリングした後，膨れ，はがれなどの異常の有無を目視で確認する。これ以外の条件に

ついては，受渡当事者間により規定する。 
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図2  階段状プレーナ導波路の一例 

 

4. 試験方法（Test Method） 

4.1  外観検査及び寸法測定 

4.1.1  外観検査 外観検査は，目視により，外観，仕上りなどを調べる。拡大鏡使用の場合は，倍率3から10のものを

用い，顕微鏡を用いる場合は，倍率約250のものを用い，試料の異常の有無を調べる。 

 

4.1.2  寸法測定 

4.1.2.1  外形寸法 装置は，JIS B 7507（ノギス）に規定されたノギス又はこれと同等以上の精度を持つものを用い，

長さ及び幅を0.01mmまで測定する。 

4.1.2.2  厚さ測定 装置は，JIS B 7502（外側マイクロメータ）に規定された外側マイクロメータ又はこれと同等以上

の精度を持つものを用い、板厚又は全板厚を0.01mmまで測定する。 

4.1.2.3  プレーナ導波路の実装位置測定 

a) 装置  装置は，投影機，工具顕微鏡，又はこれに類した精度の保証された計測器を用い，図3に示すように，入出射

ピッチ，配線ピッチを0.01mmまで測定する。 

 
図3  ピッチ 
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→　時間　sec

100

180

220

↑
温
度
℃

50+10/-0

200+10/-0

400+30/-0

260+5/-0℃　10+2/-0sec

 
 

図7  リフロー炉の温度変化（参考） 
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  本書に関して，ご意見，ご要望等がありましたら，本用紙にご記入の上，工業会事務局（Fax 03-5310-2021，e-mail：

std@jpca.org）までご送付下さい。次回改訂の際に参考とさせて頂きます。 
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会社名  
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